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^ 2 S 



- $L M ^ ii. JSL A M ^M. ' it M. M M M 7b ^ 

- A ^ ^ 'l± ^ ^ ^ •l± - -fg. ^ m ^ JSi ^ ^ 1^ 't^ ^ ^ 
# S ^ -h ' ^ ^1: ^ it # _L ^ ^ -fS P^l D ' ffl i-:^ ^ 

m ^ M- ^ ^ ^ ^ ^ M. ^ ^ ^ m ^ ^ ' m 'ik ^ 

- € ^ it # J- ^ >t ^ it ^ ^ ±. ' ^ ^ ;5'J ^ - # .fi 
it ^ Ml ^ f4i a 1*3 6^; # 



( -) 
( 



202 
203 
204 
206 



^ ^ EI ^ 7c # >fJt ^ 5^ ^1 ^ tn. m : 

200 : miLi^^lt 
: it # 1- 

-203a '203b : a 
: la pf: yf 



> ># 1^ ii: 1^ 



^X^a^^i^^ (i^m^m- ELECTRICAL PACKAGE AND PROCESS THEREOF) 



An electrical package and process thereof are 
provided. The process uses a support substrate 
with high stiffness, electrical conductivity, low 
GTE, and high thermal conductivity. A multi-layer 
interconnection structure is deposed on the 
support substrate. A plurality of openings is 
formed on the support substrate to expose the 
bonding pads on the bottom surface of the 
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^31 



208 
2 0 8b 
2 1 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 8 
220 



# >t 

^ % ^ 
5^ t -fL it 




.^g. 

€ ^ 7t # 

2 2 0 a - 2 2 0 b 



^ 5: ^ ii^mJ&m' ELECTR I C AL PACKAGE AND PROCESS THEREOF ) 



multi-layer interconnection structure 
respectively. An electrical device is mounted on 
the top surface of the multi-layer interconnection 
structure, and a plurality of contacts is formed 
on the bonding pads respectively. 
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^ 5 M 



i ' i^mnm (1) 
I m ^fr M ^ #T ^ ] 

(support substrate ) ° 
I ^ ^ it m ^ 

^ is i$, ^ ik m (Flip Chip Interconnect 
Technology > f-l ^4FC ) A - ^ m )^ ( d i e ) % '\± ^ K 
n (carrier ) ^ M ^ :^ ii: » ^ ^ ik m ^ ^ ^ m 

fflSP^f'J (area array) ^ ^ ^ • m §^ ^ )n It (die 
pad) ge.£^a%>{^iS^^ao (active surface) _L ' ji 
^^B>^^J:.m^^^ (bump) ' 4^ ^ m H m ^ (flip) 

^ ' # ^'J ffl it vO; i4 ^ ^ ^'J ^ >S. # i4 a^a >i ^ a^a 

)^ ^ M. n Jl ^ & ^ (bump pad ) ' # a^a >! ^ M ^ 

it "fij ^ -r^ i4 ^ ^ it ' il ..iJ: * ^ ^ # SS- 

t ^ ^ € ^ ^ » ii- # >i ^ ' * ^ H a% 

ii^-JiL^if (FC) m. m ^ ^ m> ^ (High Pln Count) 4:,a^a 

M ^ ^ ' M. m A ^ m ^1 M ^ ^ ^ ^ m ^ m ^ ^ ^ 

It ^ f i ' m J-^t H a^a 14 ^% it m B n }^ M ^ ^ 

a^a >K ^vf ^ 41 iiS. ' ^ ^ it ffl a a^a ^ #T ^ a^a >! ^ +4 

■ko ^ ^ ^ f>l ^ (Flip Chip / Ball Grid Array - 

F C / B G A ) ^ ^ ^B if ^ f'l ^ (Flip Chip / Pin Grid 
Array ' FC/PGA ) ^ ^ B ^ >i ^ ^ " 

n $• ^ % \ m ' ^ ^ f *o ^ - a a^a iji n ^ ^ 
t a ^ ^ ^'j fir 7F s SI « € a ^-t ^ ft 1 0 0 ^ 4* 




iisiotwf.pid 1^ 6 M 



1 




s- > ^mtsim (2) 

(substrate ) 110 - ^ <SI ih ^12 0 - y, \ZQ jSL ^ ^0^^ 
140 •> • ^fellO*^-TS®112>S.^f;{%^-;SS114 

J-^;fellO it^^ ^ ibl4# (bump pad ) 116aA P -fS^f 
5*.^ (ball pad) 116b » ifcb^h ' a^a>il30*^-it<j^® 
(active surface ) 132>S.*|->!fe^ — &134 ' ^ t b^b >i 
1 3 0 ^ ± ^ fir 1 1 2 ^1 a^a 1 3 0 ^ :Rr ^ ± t<r it # 

(active device) (^.^^f) — fi? ' jtJ.B^B>;i30Jt* 
^^^^^aH^l3Q '^ae.S;^a^a>ll304L±tir^fi>132 - ffl 

i-X^>^a^a>7l304LtfLStl#dl/^.6^J:!^irh ' ifrjit^&^^^llQa 

^ iiL ^'l M M ^ it ^ }i ^ 1 3 6 ^ -fi. S. ° • # 

£7 i4 1 2 0 M'i ^ ^'J € >S. *4 'fi it B^a >^ 1 3 6 4L - J. ^ 



m*i->!t^ii:#£bi^^ll6a^ — » itJ- 



I? J* 1 4 0 M'J 



3'J Se. 1. ;^ it IS* 1 1 6 b 



ffl j-x ^ .S. M +4 it # ^ 



^ € ^ 

n m $- ^ W'l m • f *° 

& 1 1 0 f*3 5^ A ^5: li 1 1 6 a - 116b 

150^ ^;!r^^fell0 firll2A b^b >4130 



$L M M m 7i A ^ ^ 

'A ' # >lf a^a >! 1 3 O 

(underfill ) 
i t<r ;^ S 1 3 2 ;*/f 
it a^B >i i&f 1 3 6 



fal ' ffl a ti it ^ £!» 1^ 1 1 6 a - it 
^it^^aifel20 ' ilig afi^^^fell0l^a^a >il30-^fa1^ 
% ^ ^ i^. ^ ^M: (thermal strain ).4l^ EE ge.6^jJE^ 

a ifcb ' a^B >i 1 3 0 ^ B^a >i ^ 1 3 6 >if »r M. * a i4 1 2 0 .Tn t ^ M 



it ^ >fe 1 1 0 ^ & ^ 1 1 6 a ' # M * & 1 1 0 4L 
iig-ifiji^Ti^i^ (routing) ^;^;fellO^-^firll4 6^^5^ 
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i > ^mttm (3) 



iiK 1 4 0 flr» t -S. .^i m 



•t± ^ ^ ^ 




it ^ ^'J 



ffl^vt>i- (build up) -jt — ^ 



4-^ 



M (dielectric cor 



) 



^ & m ^ — ^ M ' ii J. iF'J ffl ^ it -fL 



(Plated Through Hole 'PTH) ^ •\± m ^ ^ ^ 



* -ft ^ >^ >^ ^ 



M & ^ ^ ^ ^ t^n # 
* (warp) kij ' m J-X ^ ^ ^ ,t5 >t 'ji' * :t 

^ ' ilt ^j- ^fe It -fjt >^ 



*4 5* >^ ' is. it 



1^ itb 



>tJ:-m#3|^^?Lit (PTH 



) 



^ t A ^'l ^ M m (laser drilling) ¥j :^ 



^ ^ t 



M Jl ^ Wl ^ ^ t ' ^ m ^ - ^ 4 



m a •t± ^ 4iL ^ 



4:. 1^ c& 



m ^ ' * f *o ^ it ?L it (PTH) 6^ ^ if£ it ^ 



^'J ffi ^ 4t ^ ?L ff> ^ .^a >^ ^ 6^; ?L ' -ko it }\^- ^ $k ^ ^ 



'i: M i^ ^ 4- ^ij ^ ^ o itb ' t *a it 



^ e>^>*r#5il^'fg.i|'^?Lit (PTH ) 
■?L it 



(PTH) M -^>^ ^ ^ a M ^ m ^ ^ i^ 



(PTH) ^ij 



6^; tk tf jfJL f S ° 



^ m. ^ ' 4^ -g- g A ^ ^ - 



& ^ ^ 



ffl i^-i ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ 



m ' ji ^ ^ iih. PI- -fe. ^ a i=f ^ 



3^ ^ p M ^ 



jii. ^ ^ m ^ 




' i^m^m (4) 

^ ^ t IL i-t ^ ^ € 'l± 54: l& " 

It ' it ^ ^ M ^ ^ tl a — 0^ M ^ ( in u 1 t i - 1 a y e r 

interconnection structure ) * M. 'J^ — % -f- it^ A — it 
^ ^ ^ " -r ^ ' lib ^ >t i4 M * ;t - TS 35 .5. ;!i - 

^ ' -i-itb^;f/^it^.^i*4Jt*^-i^^p.^5^ (inner 
circuit ) ' ^ ^ ^ 0 4^ ^ ^. ' ifij it # ^4 1^ if. -fi ;^ itb 

> >t it ^ M # 4L © o itb . -t it # ge. S ^ itb ^ yf 

1^ it ^ M TI © • it ^ 'f± it lib > >t 1^ 1$. ^4 ^ 1^ 

^[5 o ^ ' A # & # t # t # t ' J. lib A # 

fie. S ;^ itb ^ >t it ^ ^ ^ ® ' flii itb it # it 

A ^ m r4\ a . ^ ^ ^'J J. S iij ^ ^/f S^f it #• 

— — O 

Mm » -r ^ ' i€ -f^^ - iL # & ' ^ # t i% ^ * m # t « 
^ ' ^^-^>ti^it.^.^t*4;i^jtbiL#^fe-^jL ' J-itb^>^ 

it ^ M * ^ - 1^ ,^ • fln lib It ^ ^ M 

^ ^ • ^ ^it ;^ itb ^ it .^i ^ i^: itb iL ^ ^ - 

" ^^$^i^fA^^^^^^±. ' ffii ii # F^l a ^ ^'i J. ^ 

f^it.^li*Jl^it^itbjt#:&fe^-® • 3- % ^ 7t 

#. € 'l± it # ^ itb ^ >t it M ^4 ^ ^ 5^ = 

;^ Ji. iC ' ^ it m m - A ^ ^ 'f± - ^ ^ % •l± > 

-fS. ^ m *t ( C T E ) A r% ^ ^ 'f± iL # & -f^ ^ m ^1 ^ 
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^ 9 M 



i - ^mn^oH (5) 

5b ^ p m m ^ ^ 

i4 M . _L ' 3L 3. ^'1 ^ ^ - 4i :^ 

1^ 6^ ^ ^ -L o S itb ' -fl- ^MF -sr ^ 5t itb ^ 

$iL ^ it ^ 5t ' ii PI- ^g. t a ^-t ft 

a i=f ^ ^ ^ 'J> Sli S& ° 

# 8^ 4L _L i4 #o ^ -to a 6^; 

18 ^ ' T X ^ ^ t \H 



*i*f fit 



ii se. ^ m m ffl 5^ 



-fto -f : 

[ ^ «fe ^ ] 

[ ^ - ^fe f#-J ] 

if /f- ^ ^ %2k ~2G SI 
a i-f ^ ^ a 



. ^ 7F # 
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:{ta^2ABl^/f^ ' ilL-fH — iL#l^fe202 ' ^^^^^^^ 
f > # € 'l-i ^ ^ ^> M ti: .S. ^ ^ i± ^ 4# • iL, # 

1. 2 0 2 # !^ ^^-J 1^ - > 41 - - - ^ - ^ - 

lg-.S.I^#^^ ' itX^#^fe2024L^®';i.>^I*^#^t^^^ 

JS >^ ( c o - p 1 a n a r i t y ) ' iil m ^ 'ik ^ M. ^ ^ ^ ^ ^ 
2 0 2 ^ S li m .^ffl ^ " 

ia|^2Bffl^/f7F ' f^^^^liinap|:yt (barrier layer) 

204;!p^JL^f;a.fe202^J^ • *tnaP*^204^#ti!^«^^'i: 




iilBliii 





iniii 
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1^ 10 1 



i ^ ^BMtH.m (6) 

■ko ^2c m m ' ^ - 0^^% 1^ it ^ m20Q ^ X ^ ^ 

m2 0 Q tl m m ^ 0 m ^ ^ M 2 0 8 - 5.:J/'-^^/t210>5. 

&;&2024L_L ' ifij^ — ^^>^210mae.^^i^^i^^i|^^>t 
208^ Pel . -§-ii#l|'€^Lit212#, ^^'i^^ii#^€>t210 
4:: - . ffij t'|-±i4^^J.:i/^j^f'^yf208 > J-ii#'#^>t208^ 

ii # # € it 2 1 2 ^ |SJ ^ - ^ iS- ' ^ # fl^ ^ ^ -fia 
^^'^1fr208a^?^ ^ >t 1*3 i4-4|..^#;M|2064LTl & 206a • J->^t > >t 
f^i4.,^it*42064L;&®206b<Jl^^{^^^^liI^fe^^208b - 
i|.^^-J^^t&'208a#. ^*^|^^^208 ^;T^ic ' ^ ^ ^ '^^ % 

it 2 1 0 m ^ ^ ' ^ 2 C g! 41 ^ 2 0 8 a #> i-X ^ J5, -f J(, * • 

gpi-Xl|^^?Lit210^^^^^#'^^208a ^ ihb^h > l|'.^^208^ 

U <H -ko ^ m ^ is, ^ t& ^ ^ ^ ' ffij ifh € >t 2 1 0 4L # t 
Jb^'ft'C^' (silicon nitride) * ^^b*^ (silicon oxide 
)itJta^MflS(epoxyresin)^'' 

# 1^ 2 C ffil m ^ ' ^XJ^'^M.Mm^n^A^^P^iM,^ 
M#2064Lf^^p^s^alp . ^jL^^llAiL^:&=&202^^^t 

^ 1| M ^1. ' t- it ^ >>^. J-^t 14 -fft t ^ ^/T ^ ^ € 

15] -fto 1^ 2 c ® m ' ^ in- ^ ^ m ^ j^-A ^ m ^ 
^Bi ^ ^ ^ ^ n m M ^s. m ' fl^ ^ jtb - ^ >t 1^ it ^ 

^^206 ^ X ^ & JfSL2 0 2 ±. ' -f^ # ^ ># 1^ it ^^2 0 6 ^ 

5S- 6^; ^ ^ A iEE ^ $e. ® -^r -it 1 ~ 5 0 m 6<j le. 11 41 




i ' ^^mn^B (7) 




fa^ ' 3. n A ^ ^ M 6^ Ig. II ^ fal « m it ' ^ ^ ^ 

^ m U n iU ^ ^ ^ 1^ .4^ .^t 2 0 6 >lf -sf 41: ^ J!. f% ^ >^ 6^; 

A It ^SL ^ffl 5S- " ,1b ' >j5L ^ ^ >t it M ;f 4 2 0 6 

^JL^^^2 02^J:.^ijm^ • it-sr Be. tit #:t<>7t# (passive 
component ) ( ^ ^ if^ ) ;f^#yt i^i4<^M^t206^f^^P^ 

Tl © 2 0 6 a ' ii € ii. 4^ ^ >t 1^ it ^Jl^ 2 0 6 ^ 1^ ^ 

i^fl^^^^^ (capacitor ) (inductor) 



f{f TL # " 

*i 1^ 2 D Bl /;t ' iH -ko a -li ^-J 6fj ;5- ' >^ 4l it # 

2 0 3 ' tTrj it 4fc Fffi D 2 0 3 #, ^ ;3'J M * J. S ib it pj. >t 2 0 4 ' 

ifij feW* i4 J. S iU it #• 4^ Ifr 2 0 8 b ° -14 # >i * ' tS: ^ it 

^ m. M 2 0 A ^ S ^ ^ ^ ?^ ^ 4^ ^ ^ ^ ^ ^2 0 2 . gp 

Bl ^ iL # ^ 2 0 2 af . P;^ 5'J ^i^ ^ -t itt # it ^Ife Hi- P# 
>f2044LJ^>5r6f,i^^pl|.ii§. » ^t^h ' >j5L^2Fffil-^'i:-^7G#218 

( ^^'J 3^a >{ ) a If b^b # ^ ^JT 5^ SZ. S ^ ^ ^ i^ *4 

206^Tia206aafl^ ' i^-5rfS^>j5Lit#'#^1^^208a_L:5^«'i 
^ - m ik2 I 4 ( ^ - & ) ' HJL m mr % ^ yt i^2\% ^ ^ 

* 

B^a 4^ ^ 5i ^1 ' 

:{ca ^ 2 E ffl m ^ ' ^ - 2 1 6 ^ it # P^l D 

2 0 3 a ^ 1^ ^ ' :f fi^ Ig. >f 2 1 6 ;!r^ fffi C7 2 0 3 b 1^ ' 
3. ^ f!^ ^ ^ ^ ^ 2\^ ^ ^ m. ' ^ 2 1 6 -sf -fi iL # * 
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1^ 12 I 



i > i^-n^ittm C8) 



^ # t T 4a ^ 



mZOQ ^ - & ' ^ t ># 2 1 6 

(solder mask) 




( f 1 



m2 0 



2 0 8 b 



1 p - c 



2FSim^ ' ae.S.^:J/^ — t-^it#218;^^>ti^i4 
6 ^ © 2 0 6 a ' it X ^ ^ 7t # 2 1 8 # -sr € it 
^ .^i 2 0 6 ^ 5^ ' ^ t ^ 7t # 2 1 8 -ff 'J ^ 

5- # ^ it ^ M +42 0 6 60 ;5r 5^ ^?-J J5, ^ a^a ^ 
hip bonding) ' ^i.^^^^o^ (wire bonding) ^ 
(the r in al compression bonding) ^ ° 

* 

^ - ^ ;5fe ^?'J ^ a B^a 60 ^ ^ ' >if - B^a >i f: 

># 1^ it M *^2 0 6 ^ -f^ ^ » 

2 G ffil ^/f . ^ ^ - Mk 2 2 0 ^ it ^ m ^ ^ 

^ t it ^ 4$^ n 22 0 if^l -ko }^ solder ball) - it 



W (pin) ^'^^£17 (electrode block) ' iffi^^'^IL 
^*^lt200 o ^#>it-60^ ' 

202 i!;'»r^^'flF>^*JtA^^4'-f-® (reference plane) ' 
m -ko ^ ^ (power plane) ^-J^itb-f^® (ground 

plane) • ik^^§i^^M.M^^^M208 ^S.i^n'\±^i^^ 
# & 2 0 2 i-X ' H -=7 M * it ^fe 'fit F^l D 2 0 3 b ^ 1^ 60 4* lA 

220b (jS.%7F^-) ^J:-^l^t'f±it4^iL#^fe202 • ffij^ 
^ ^ 1^ € 'fi it 5- Jt # ^ 2 0 2 60 lA 2 2 0 a ' K'J ^ «'J M * 
-m^M2l6^'^'\±m,^^^i$^^2 02 ' -f^^. 

20QAt$iLX^$'^^ & ' ®^n4att^fh'€«L^^^lt200 




Jill 
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^ 13 M 



i^mttm C9) 



^ 'fi. St » 

fS] #. 1^ 2 G ffij m ^ ' # i£ # ,li 2 2 0 If af . -sr, 

)lf ffl ^ ^ it ,fi 2 2 0^ # # ^ ^'J ^ it # 5f1 D 2 0 2 

<^ ' -f^ # it ^fe I i 2 2 0 j|f ^ ^'J >3§ ^ ^ jr^ >^ D 2 0 3 ' 

-ft i$, 4i M. ^ m M M ^ 4i ^ ^2Q8b » itb ' i^ -iSt ^ ^-J fie. 
it^lfe^:^.fA 220;^ii:#^^^^208b^l5- ^^^4 ^ ^-f^ 

ffl j-x 1^ f 'J itj > f M ^ a ^-f ^ ft 2 0 0 ° 

tf # 4- 1^ 3 ffil • ^ ^ ^ ^ ^ — * #J 

' * ^ ffi ft It |5l d> ,fi ^'J ® ^ .t 

1 2 0 1 ^ ^ ft |jl ^ 4f J3SP 3;J S 16 2 2 0 ' ^ T it ^ 

4^ n22Q $^ ^ i^t - A ^ ^ % 'f± ^ ^ ^ ^ ^2 02 H t 'li ftli 
m ' ^>j?E:^^•J^^^ii.#^^^.fA 220^p^ii#^^'^1&•208b 

' tf ^ it # ,Wi 2 2 0 ^ |g'J i^j ^ ^>J it ^ it 5f1 a 2 0 3 
^ ' ^ A tk tf it ^ D 2 0 3 ^ i'h ^£ ' -ft ^4 — .«i 

2 2 0 ^ 'fl'J 1^ ^ ;5'J ifi ^ jTt a f^l D 2 0 3 ^ <> -t .^-S • itb -4 




$L a ^ 



^ ^ 4^ n22Q ^ ^ ' -f^ # ^ # li 2 2 0 t& I*} JL 

it ^fe J- JL & ^2 0 2 ^ Bp 'fi^ ^ 2 G BI ,«i 2 2 0 b 6^ -l^ • 

is 3t 'It >>L ii 7F II 3 B! » 

[ ^ ^ ^ f?'J ] 

II - ^ «fe #J ^ ^ - ^ ^ >f ;^r^ .iL # & ^ ^4 • # ^ 



^ ^ ^ ^ > ^ it ' m ifrj . ^ ^ ^ «fe #J M'J ^ >j5L ^ 

- ^ ^ •i± ^ pM, m M i^-j^ 'ik ' i& ^ ^ ^ ^ ^ >t it 



n ^ II4A 



4H 



' ^ ^ ^ m ^ ^ ^ i^'l 




i ' ^-afltJtW (10) 

€ a M ^ 3i ifl 60 ffil ° 

■ko m m ' ^ - JL ^ ^ ^302 ' 

t . ^ t ^ % m ^ 3l ^ '\± ^ '|-± ' iL # 

:i. 3 0 2 :C # t l?'J :ito 1^ ^ ' - #1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ is. • Jit ^'J ;^ ^4 ^ a ^ iL ^ & 3 0 2 ^ ^ 5i 
^SL .'^o 3^ " 

-ko 4B m ^ ' — fi?,^^>t322;ir^iL#l.;fe302 

Ji ' 3L ^ m ^ 322 J:. ^ ^ 0^ m r4l ti 322a » ' ?^ m ^ 

3 2 2 ^ # t # ^ t # t - 

V 

?Lit304b;^jt^^^S.3024L_L • ^ti|:^feni.l'|:>t304a#, ie. 
4 ;^ P.?, .«g. >t 3 2 2 ' iTfj ii ^Ife 5f € ?L it 3 0 4 b I'J ^ -fi: i^: 1^ 

f^1o322a^i^ ° itb^'h ' R§.P*^304a^?^t^Liit304b^#t 

#. ^ ?f € # t ' ^^'J ^ - 

*»^4DSl^/r^ ' ^^^ic-|^>tl^i4.^.^i^4 306;i?^^#& 

3 0 2 4L Jl - * ^ ^ ^ ^ *4 3 0 6 ^ Mi. ^ .^i 1%. 

^ - ^ «fe -fj-J ' ;!?^ itb ^ # i ^Fi ij^ " fs] itb ' ^ >t 1^ ii ^ M 

3 0 6 ^ Tl S» 3 0 6 a # ff^ ^ ^ -fig ^ ^ 3 0 8 a • 3. ^ ^ ^ ^ 
^ M *J^3 0 6 ^ & 3 0 6 b '7r> ^ ^ ^ ^® ^ 3 0 8 b » -fi # >i * 

-t-ils^B^ ' ^A^^4l*iL#;i.^302^ii*tl^€^Lit304b 
^ 4% f *° ^ t ^ ^ JS^ t& ' ii ^ i^. a 4€ -9^ € ^ m 

% ^ % >/rL » 
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ifm^f^H (11) 



iL # & 3 0 2 ' m M ^ 0' M m a 30 3 • ^ t -ffj :io a ^ ^ 
f ?L - ^ 4if ^4 ^ S'J # >5- ^ ^ ^ -f® P^l D 3 2 3 fi?, 
>t322_L ' ^i7it^^F»^1D3 2 3^^'Jiiia.;ir^it^tfcF^^o303 ' ii^ 
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